 
	[image: ]
	[image: ]



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK16][2026년 10월 28일]

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK25]SK하이닉스, 2026년 3분기 경영실적 발표
· [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK2]매출 104조 6,155억 원, 영업이익 83조 3,338억 원, 순이익 39조 7,756억 원… 분기 매출 사상 첫 100조 원 돌파
· HBM4·서버용 고부가 제품 판매 확대… 4분기부터 HBM4가 주력 제품으로 자리매김
· 2027~2028년 생산능력의 50% 이상 장기공급계약 확보… 시장 상황 반영 구조로 안정적 수익성 확보
· 올해 약 100조 원 규모 주주환원 실행… 키옥시아 투자 수익 대부분 주주와 공유

SK하이닉스가 올해 3분기 매출액 104조 6,155억 원, 영업이익 83조 3,338억 원(영업이익률 80%), 순이익 39조 7,756억 원(순이익률 38%)을 기록했다고 28일 밝혔다. (K-IFRS 기준)

■ 매출·영업이익 모두 사상 최대 분기 실적… 매출 첫 100조 원 돌파

AI 메모리 수요 증가로 주요 제품 가격이 상승한 시장 환경 속에서, 회사는 고부가 제품 경쟁력을 바탕으로 매출과 영업이익 모두 또 다시 역대 최대 분기 실적을 기록했다. 특히 매출은 사상 처음으로 100조 원을 넘어섰다. 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 32%, 38% 늘었다.

* 2026년 2분기: 매출 79조 3,187억 원, 영업이익 60조 5,426억 원

제품별로는 HBM4 출하가 본격화된 가운데 서버용 DDR5 판매가 크게 증가하며 D램 실적 성장을 견인했다. 낸드에서도 321단 TLC eSSD 판매가 확대되며 데이터센터향 고부가가치 제품 전반이 성장세를 이어갔다.

재무구조도 한층 탄탄해졌다. 3분기 말 현금성 자산은 114.5조 원으로 전분기 말보다 26.5조 원 늘었고, 차입금은 2.8조 원 줄어든 15.8조 원을 기록했다. 이에 따라 순현금은 98.7조 원으로 확대됐다.

■ 2030년까지 메모리 공급 부족 이어질 것

SK하이닉스는 소프트웨어 개발, 고객 응대, 검색 등 다양한 영역에서 AI가 생산성 향상과 새로운 매출 창출로 이어지면서 AI 사용량 증가가 인프라 투자 확대로 이어지는 선순환 구조가 자리 잡았다고 분석했다. 또한 AI 투자의 주체가 소수 기업에 의존하던 초기 단계를 지나 일반 기업과 국가 차원으로 넓어지고 있어, 글로벌 AI 데이터센터 인프라 시장이 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 내다봤다.

메모리 시장 역시 단기적으로는 기업용·개인용 AI가, 중장기적으로는 자율주행·로보틱스 등 피지컬 AI가 수요를 이끌며 성장세를 이어갈 것으로 전망했다.

반면 공급은 시장 성장 속도를 따라가지 못하고 있다고 진단했다. 선단 공정의 기술 난이도가 높아지고 신규 생산시설을 짓는 데 긴 시간이 걸리는 만큼, 2030년까지 수요가 공급을 웃도는 구조가 지속될 것으로 예상했다.

■ 생산능력 확대·제품 경쟁력 강화로 내년 한 단계 더 성장

회사는 이러한 우호적인 여건을 바탕으로 생산능력 확대와 제품 경쟁력 강화에 속도를 높여 지금의 성장 흐름을 이어가고, 내년에는 매출과 이익 규모를 한 단계 더 키운다는 계획이다.

먼저 10나노급 6세대(1c) 공정 비중을 빠르게 높이고 DDR5와 AI 서버용 LPDDR5 SOCAMM 판매를 늘려, D램의 고부가가치 제품 중심 포트폴리오를 더욱 강화한다는 전략이다.

급증하는 HBM 수요에 대응해 연말까지 M15X의 생산능력을 최대로 끌어올려 HBM4 생산을 늘릴 계획이다. 이에 따라 4분기에는 HBM4가 출하량과 매출 모두에서 HBM3E를 앞지르며 주력 제품으로 자리 잡을 것으로 회사는 예상했다.

낸드의 경우 4분기에는 주력인 321단 공정 비중을 국내 생산능력의 절반 이상으로 높이고, 이를 통해 고성능·고용량 eSSD 공급을 늘려갈 예정이다. 중장기적으로는 HBF와 시스템 최적화 기술을 바탕으로, 낸드를 AI 서비스의 처리량과 경제성을 높이는 핵심 설루션으로 키워간다는 방침이다.

■ 2027~2028년 생산능력의 50% 이상 장기공급계약 확보… 내년 투자 대폭 확대

SK하이닉스는 중장기 수요 가시성을 높이고 성장 기반을 탄탄히 다지기 위해 고객과의 장기공급계약(LTA, Long Term Agreement)을 확대하고 있다. 현재 글로벌 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP, Cloud Service Provider)를 포함한 14개 주요 고객과 LTA를 체결했으며, 일부 고객과는 통상 5년인 계약 기간을 더 늘리는 방안도 선제적으로 논의하고 있다.

현재까지 확보한 LTA 물량은 2027년과 2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당한다. 특히 고객과 합의한 가격 범위 안에서 시장 상황을 반영하는 방식을 도입해, 안정적인 수익성을 확보하면서도 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖췄다고 회사는 설명했다.

이렇게 확보한 수요 가시성을 바탕으로 생산 역량 확충에도 나선다. 내년에는 용인 1기 팹이 본격 가동에 들어가는 등 국내외 인프라 투자가 활발해지면서, 투자 규모가 올해보다 크게 늘어날 전망이다. 다만 회사는 고객 수요와 제품 경쟁력, 수익성, 투자 효율성을 면밀히 따져 투자 규모와 시기를 탄력적으로 조절할 계획이다.

■ 올해 약 100조 원 규모 주주환원… 키옥시아 투자 수익 대부분 주주와 공유

SK하이닉스는 지난 8월 예고한 대로 이날 추가 주주환원 방안을 발표했다. 2026 회계연도 기준 현금배당 30조 원 이상, 자사주 매입 및 소각은 지난 8월 발표한 40조 원을 포함하여 총 60조 원 이상 등 총 약 100조 원 규모의 주주환원을 추진한다. 이를 통해 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 환원하겠다는 약속을 이행한다는 방침이다. 이 가운데 8월 발표한 40조 원 규모의 자사주 매입은 지난주 완료했으며, 곧 소각할 예정이다.

회사는 영업 실적에 기반해 배당 규모를 정하되 상당한 규모의 투자 수익이 발생하면 특별 배당으로 추가 환원하고, 자사주 매입은 매 분기 이어가겠다는 원칙도 밝혔다.

이날 이사회에서는 3분기 현금배당 14조 원과 자사주 매입 20조 원을 결의했다. 매입할 자사주 가운데 주주환원 목적의 10조 원은 전량 소각할 계획이며, 나머지 약 10조 원은 임직원 보상용으로 주주환원 규모에서는 포함되지 않는다.

3분기 배당금은 주당 2만 원으로, 실적 개선을 반영한 배당 1만 원과 키옥시아 투자 성과를 나누는 특별 배당 1만 원으로 구성된다. 회사는 올해 키옥시아 투자로 실현한 수익의 대부분을 주주에게 돌려주기로 했다.

SK하이닉스는 “앞으로도 견조한 메모리 수요 성장과 기술 경쟁력을 바탕으로 안정적인 성과를 만들고, 이를 주주와 꾸준히 나누겠다”고 강조했다. [끝]
■ 2026년 3분기 경영실적 비교표 (K-IFRS 기준)

	
	2026년
3분기
	전기 대비
	전년 동기 대비

	(단위: 억 원)
	
	Q2’26
	증감률
	Q3’25
	증감률

	매출액
	1,046,155
	793,187
	32%
	244,489
	328%

	영업이익
	833,338
	605,426
	38%
	113,834
	632%

	영업이익률
	80%
	76%
	3%p
	47%
	33%p

	당기순이익
	397,756
	939,226
	-58%
	125,975
	216%



※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용해 작성되었습니다.
※ 同 실적 발표자료는 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 회계 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.
※ 증감률은 반올림 전 원본 수치를 기준으로 산출하였습니다.
3

image1.jpeg
bt 4

“eoamened | SK hynix





image2.emf

